
第２期の光ケーブル付LSI基板や第３期の光電子集積インターポーザに求められる性

能やコストの目標設定に関しては，サーバ機器製造メーカと連携し，単に，開発対象
の集積回路チップ性能のみを注力するのではなく，適用対象全体のシステムレベルか
らトップダウンで目標設定を適切に行うことが重要．さらに，技術レベル主導のみなら
ず，出口戦略を具体化した産学官協働で推進する体制を強化する方策を検討するこ
とで，サーバの国際競争力が強化されると考えられる．
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●各テーマのキーポイントについての助言、提案

①超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発

• 基板間での光エレクトロニクス化の効果は実証されている．また，半導体チップ内にまで及ぶ開発
目的については「光エレクトロニクス化」と「従来の電子回路及び金属配線」の優位について，いく
つかの典型的な応用事例を具体的に設定するなどのベンチマークを行うことで，実用化へ向けて
開発テーマを適宜見直す際に有効である．

• 2013年9月の総合科学技術会議フォローアップ指摘事項に対する具体的方策について

A． 指摘事項「全体目標及びマイルストーンの明確化と計画の柔軟な見直し」に対する方策：

第２期の光ケーブル付LSI基板や第３期の光電子集積インターポーザに求められる性能やコストの
目標設定に関しては，サーバ機器製造メーカと連携し，システムレベルからトップダウンで目標設定を
適切に行うことが重要．さらに，技術レベル主導のみならず，出口戦略を具体化した産学官協働で推
進する体制を強化する方策を検討することで，サーバの国際競争力が強化されると考えられる．
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